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@ Mehrleiteranordnung zur Energie- und/oder Datenubertragung 

@ Die Mehrleiteranordnung (L) zur Energle- und/oder Da- 
tenubertragung enthalt mehrere Leiterelemente die 
an der Innenwand eines schlauch- oder rohrfdrmlgen Tra- 
gers (10) jeweils mehrere von einer Aderlsolation (2) und 
einer isolierenden Umhullung (3) umschlossene Leitera- 
dern (1A) aufweisen. Umhiillungen (3) und Trager (10) 
sind einstuckig aus einem unvernetzten thermoplasti- 
schen Elastomer ausgebildet. Trager (10), Umhullungen 
(3) und Aderisolationen (2) haben Dicken (D bzw. d bzw. 5) 
mit vorbestimmten geringen Hochstwerten. Zu einer 
Kontaktierung der Leiterelemente (1i) In einem aufge- 
trennten Tragerbereich dienen dem Trager (10) die Um- 
hullungen (3) und die Aderisolationen (2) mittig durch- 
dringende Kontaktierungsstifte (12). 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einc Mchrlciteran- 
ordnung zur Enetgie- und/oder Dateniibertragung mit meh- 
reren Leiterelementen, die jeweiLs eine metaliische Leitera- S 
der und femer eine isolierende Umhtillung aufweisen sowie 
untereinander mechanisch verbunden sind. Hierzu sind die 
UmhiiUungen an der Innenseite eines schlauch- oder rohr- 
formigen Tragers in Verbindungsbereichen zusammen mit 
dem Trager einstucldg aus dcmselben Material ausgebiidet. lO 
AuBerdem sind den Trager und die Unihullungen bis zu den 
Leiteradem durchdnngende Kontaktierungsstifte voigese- 
hen, wobei die Kontaktierung der Leiterelemente in einem 
aufgetrennten Bereich des Tragers an einer in Langsrichtung 
des Tragers verlaufenden SoUbruchstelle erfolgt. 15 
[0002] Eine entsprechende Mehrleiteranordnung ist der 
DE 40 04 229 A 1 zu entnehmen, 

[0003] Bei der elektrischen Verbindung verschiedener 
Endverbraucher wie Motoren, Akloren, Sensoren oder Stell- 
geraten werden zur Zeit haufig Leiteranordnungen oder -sy- 20 
Sterne zur Energieiibertragung und/oder zur Dateniibertra- 
gung in Flachbauweise eingesetzt, die auch als Energiebus- 
systeme bzw. Datenbusleitungen bezeichnet werden. Diese 
Leiteranordnungen sind nomrialerweisc als mehr-Zvielad- 
rige, gummi- oder kunslstoffisolierte Flachleitungen ausge- 25 
fuhrt. Dabei werden die Leiteranordnungen im Allgemeinen 
zweifach isoliert, namlich jeder ein Leiterelement bildender 
Ubertragungsleiter einzeln und das gesamte System als 
Ganzes. Hierbei betragen bei bekannten Energiebussyste- 
men die Schichtdicken fiir die isolierenden Umhullungen 30 
der einzelnen Leiterelemente zur Zeit mehr als 0,8 mm, 
wahrend eine Mantelisolierung der Gesamtleitung mehr als 
1 ,2 mm dick ist. 

[0004] Ein derartiger Aufbau einer solchen Mehrleiteran- 
ordnung fiihrt jedoch zu einer Reihe von Schwierigkeiten: 35 

a) Durch die relativ groBen Wandstarken miissen auf- 
wendige Kontaktierungsmechanismen konzipiert und 
vorgesehen werden. Dies fiihrt zu einer zeitraubenden 
Kontaktierung. AuBerdem ist die Steifigkeit des Pro- 40 
duktes sehr hoch bei verhaltnismaBig geringer Rexibi- 
litat, Damit verbunden sind Problemen bei der Verle- 
gung und geringe Biegeradien. 

b) Die Flachbauweise fiihrt zu verhaltnismaBig ko- 
stenintensiven und zeitaufwendigen Verlegungsmecha- 45 
nismen z. B. bei Maucrdurchbriichen oder EinfUhrun- 
gen in Schaltschranke. Denn dort miissen Schlitzdurch- 
flihrungen mit einer an die Flachbauweise angepassten 
GroBe vorgesehen werden. 

c) Bei einer Durchkontaktierung, z. B. mittels einer an 50 
sich bekannten Schneidklenuntechnik, miissen verhalt- 
nismaBig hohe Schichtdicken durchdrungen werden; 

d. h., es miissen dementsprechend hohe Krafte aufge- 
bracht werden. Weiterhin miissen in cntsprechcnden 
Busleitungen auBerst enge Toleranzen in der Lage der 5S 
einzelnen Leiterelemente zueinander eingehalten wer- 
den, damit die Durchkontaktierung mittig das jeweilige 
Leiterelement erfasst. 

d) Durch die Flachbauweise sind Biegungen weitge- 
hend nur iiber die Flachkante mdglich. Ein Hochkant- 60 
biegcn ist praktisch ausgeschlosscn, da das sogcnannte 
Aspektverhaltnis (Breite zu Dicke des Bussystems) 
sehr groB ist. So ist z. B. bei einer bekannten gummi- 
isolierten Hachleitung mit sieben Leiterelementen h 

4 mm^ Querschnitt das VerhMltnis von Bieite zu Dicke 65 
etwa5 zu 1. 

e) Beim Einsatz entsprechender Flachleitungen im 
nordamerikanischen Markt muss die Leiteranordnung 



- auch in Form einer Hachleitung - nach UL/CSA aus 
Schutzgriinden durch ein Rohr gezogen werden. Dies 
gcstaltet sich fiir Flachleitungen auBcrst aufwendig. 

[0005] Wegen der voigenannten Schwierigkeiten werden 
bekannte Flachleitungen iiberwiegend auf geraden Verbin- 
dungsstrecken oder mit relativ groBen Biegeradien einge- 
setzt. Die Leitungen werden dabei beim Endverbraucher 
durchtrennt, einzeln abisoliert und dort kontaktiert. 
[0006] Aus der erwahnten DE40 04 229A1 geht eine 
Mehrleiteranordnung mit den eingangs genannten Merkma- 
len hervor, die sich zum Anbringen von Steckem mittels ei- 
ner Schneid-Klemm-Technik an einer beliebigen Stelle von 
einem Rundkabel mit kreisformigem Querschnitt zu einem 
Rachkabel ausbreiten lasst. Damit sind zwar die bei Rach- 
kabeln auftretenden Verlegungsprobleme weitgehend aus- 
zuraumen. Da jedoch bei der bekannten Mehrleiteranord- 
nung die Verbindungsbereiche zwischen den jeweils eine 
Leiterader umschlieBenden UmhiiUungen und dem gemein- 
samen Trager verhaltnismaBig breit sind, ist die Verbindung 
zwischen diesen Teilen entsprechend starr. Dies fiihrt zu 
Kontaktierungsproblemen beziiglich einer genauen Positio- 
nierung yon Kontaktierungsstiften an den einzelnen Leitera- 
dem. In der DE-Al-Schrift werden keine Aussagen zum 
Aufbau der Leiteradem der Leiterelemente sowie zum Ma- 
terial deren UmhiiUungen bzw. zum Trager und zu deren 
Dicken gemacht. Bei einer Verwendung von fiir Rachband- 
kabel iibUchen IsoIationsmateriaUen wie dem aus der 
DE30 20 622C2 zu enmehmenden Polytetrafluorathylen 
ist dann aber davon auszugehen, dass der gesamte Aufbau 
der aus der DE-Al-Schrift zu entnehmenden Mehrleiteran- 
ordnung verhaltnismaBig steif und ungcnau zu kontaktieren 
ist. 

[0007] Solche Kontaktierungsprobleme werden bei dem 
aus der genannten DE-C2-Schrift zu entnehmenden Band- 
kabel, das ebenfaUs Leiterelemente mit je einer Leiterader 
aufweist, dadurch umgangen, dass man jede Leiterader mit 
einer inneren Isolierschicht aus porosem expandiertem Po- 
lytetrafluorathylen umschlieBt. Dann konnen namlich Kon- 
taktierungsstifte, die auf die Leiteradem treffen, unter Zu- 
riickdriicken der weichen inneren IsoUerschicht verhaltnis- 
maBig leicht abgleiten. Abgesehen von dem aufwendigen 
Aufbau einer doppelwandigen UmhiiUungen der einzelnen 
Leiteradem aus verschiedenen Polytetrafluorathylenmate- 
rialien besteht bei dem bekannten Bandkabel die Gefahr ei- 
ner ungenauen Kontaktierung. 

[0008] Solche Kontaktierungsprobleme lassen sich bei 
isolierenden Bandleiterkabeln gemaB der DE 24 59 069 Al 
dadurch umgehen, dass man Leiterelemente mit mehreren, 
insbesondere verlitzten Leiteradem verwendet und ihnen 
angepasste Kontaktierungswerkzeuge vorsieht, die eine mit- 
tige Kontaktierung der verlitzten Leiteradem gewahrleisten. 
[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, 
die Mehrleiteranordnung mit den eingangs genannten Mcrk- 
malen dahingehend auszugestalten, dass die vorstehend an- 
gesprochenen Schwierigkeiten beziiglich einer hinreichen- 
den Flexibilitat, einer guten Kontaktierfoarkeit sowie einer 
leichten HersteUbarkeit zumindest vermindert sind. 
[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB mit den in 
Anspruch 1 angegebenen MaBnahmen gel5st. Dementspre- 
chend umfasst Mehrleiteranordnung zur Energie- und/oder 
Dateniibertragung mehrere Leiterelemente, von denen we- 
nigstens einige jeweils mehr^e metaliische Leiteradem, 
eine die Leiteradem umschlieBende Aderisolation und eine 
die Aderisolation umschlieBende isolierende Umhiillung 
aus einem unvernetzten thermoplastischen Elastomer auf- 
weisen sowie zumindest teilweise untereinander mecha- 
nisch verbunden sind. Hier/u sollcn die UmhiiUungen an der 
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Innenseite eines schlauch- oder rohrfomiigen IVagers aus 
demselben ThermoplasUnaterial in stegfbnnigen ^^rbin- 
dungsbeieichen zusammen mil dem Trager einstuckig aus- 
gebildet sein. Femer umfasst die Mehrleiteranordnung 
durch den Trager, die Umhullungen sowie die Aderisolatio- 
nen der Leiterelemente bis zu den Leiteradem vorzugsweise 
mittig duichdringende Kontakderungsstifte. Dabei sollen 
der Trager eine Dicke von hochstens einem Millimeter, vor- 
zugsweise hochstens 0,8 Millimeter, haben, die Dicke der 
Umhullungen jewcils hochstens gleich der Dicke des Ima- 
gers sein, die Dicke der Aderisolationen jeweils hochstens 
gleich der Dicke der zugeordneten Umhiillung sein und vor- 
zugsweise 0,1 bis 0,3 Millimeter betragen und soil die Kon- 
taktierung der Leiterelemente in einem aufgetrennten Be- 
reich des Tragers an einer in Langsrichtung des Tragers ver- 
laufenden SoUbruchstelle erfolgen. 

[0011] Die mil dieser Ausgestaltung der Mehrleiteranord- 
nung verbundenen Vorleile sind insbesondere darin zu se- 
hen, dass mit der besonderen Materialauswahl und den vor- 
gegebenen Dickenabmessungen auf verhaltnismaBig einfa- 
che Weise ein Bussystem (Energiebus/Datenbus) mit Diinn- 
schichtisolierung und in Rundbauweise auszubilden ist, das 
eine hohe Flexibilitat bei gleichzeitig guter Kontaktierbar- 
keit aufweist. Unter Vermeidung aufwendiger Schlitzdurch- 
briiche in Mauerwerken oder komplizierter Stecksystcme in 
Schaltschranken kann die Mehrleiteranordnung durch leicht 
auszufuhrende Rundbohrungen ahnlich einfach verlegt wer- 
den wie eine normale Rundleitung. Durch die material- und 
dickenbedingte deudich geringere Steifigkeit der Mehrlei- 
teranordnung in Rundbauweise konnen auch verhaltnisma- 
Big kleine Biegeradien bei Verlegungsarbeiten realisiert 
werdcn. 

[0012] Dabei ist es als besonders vorteilhaft anzusehen, 
dass das isolierende Material der Umhullungen der Leiter- 
elemente und des Tragers ein thermoplastisches Elastomer 
ist. Solche Materialien konnen nSmlich in an sich bekannter 
Technik mit den vorgegebenen geringen Wandstarken ein- 
gesetzt werden, Sie weisen eine gute Flexibilitat auf und er- 
mog lichen auch eine gute mechanische Verbindung zwi- 
schen dem Trager und den umhuUten Leiterelementen. Eine 
solche einstuckige Ausbildung von Trager und Umhullun- 
gen kann vorteilhaft einfach in einem gemeinsamen Verfah- 
rensschritt, beispielsweise im Rahmen eines Extrusionspro- 
zesses, erfolgen, AuBerdem lasst sich bei dieser Material- 
wahl vorteilhaft auf einen besonderen Vi^etzungsschritt 
verzichten. 

[0013] Im Gegensatz zu den bisher eingeselzten Ixileran- 
ordnungen fiihrt die Ausfuhrung der erfindungsgemaBen 
Anordnung in Dunnschichttechnologie zu einer deutlichen 
Wandstarkereduzierung der Isolierung der einzelnen Leiter- 
elemente sowie einer als IVager dienenden Mantelisolie- 
rung. 

[0014] AuBerdem erm6glicht die vorgesehene DOnn- 
schichtisolierung speziell bei der Anwendung modemer 
Durchkontaktierungstechniken wie Schneidklemmtechnik 
eine einfachere und sichere Kontaktierung, da nunmehr ge- 
ringere Krafte zur Durchdringung von TVagermantel- und 
Leiterelementisolierung aufgebracht werden milssen. Dabei 
lasst sich die Kontaktierung in einfacher Weise mittig im je- 
weiligen Leiterelement ausftlhren. 

[0015] Durch geringere Wandstarken ergeben sich weiter- 
hin Vorteile im Verbrauch an Isolationsmaterialien und da- 
mit verfoundene Kosten- und Gewichtseinsparungen, sowie 
im logistischen Bereich bei der Bereitstellung gr5Berer 
Mengen der Mehrleiteranordnung auch kleinere Abmessun- 
gen. Durch die geringeren Wandstarken nimmt im Brandfall 
auch die Brandlast deutlich ab. 

[0016] Vorleilhafte Ausgcstaltungcn der erfindungsgema- 
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Ben Mehrleiteranordnung gehen aus den abhangigen An- 
sprtichen hervor. 

[0017] So kann die Materialwahl von Umhiillungsmate- 
rial und Aderisolationsmaterial so voigenommen werden, 

5 dass die mit der Aderisolation ummantelten leiteradem in 
ihrer jeweiligen UmhtiUung zumindest teilweise bewegiich 
(gegenuber der Innenseite der Umhiillung insbesondere in 
Langsrichtung) sind. Eine hohe Biegsamkeit der Leiteran- 
ordnung ist so zu gewahrleisten. 

10 [0018] Vorteilhaft konnen in dem von dem TVager einge- 
schlossenen Innenraum neben den Leiterelementen zur 
Energie- und/oder Datentibertragung noch zusatzliche 
(Hilfs-)Leitungen untergebracht sein. So konnen neben den 
Energieleitungen weitere Datenleitungen, Hilfsenergielei- 

15 tungen (z. B. fur Niedervoltspannungen) oder Hohladem fiir 
gasfbrmige (z. B. Presslufl) und/ oder flussige Medien (z, B. 
Hydraulikflussigkeit) in die Leiteranordnung integriert wer- 
den. Es ergibt sich so eine Multimedia-Leitung. Dabei kon- 
nen die Wandstarken der zusatzlichen Hohladem den Anfor- 

20 derungen entsprechend starker ausgelegt sein. Auch Licht- 
wellenleiter konnen in dem Innenraum verlaufen, die vor- 
teilhaft durch den als Mantel wirkenden lYager geschiitzt zu 
verlegen sind. 

[0019] . Weitere vorteilhafte A usgestal tungen der Mehrlei- 
25 teranordnung sind den vorstehend nicht angesprochenen 
Unteranspriichen zu entnehmen. 

[0020] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Aus- 
fuhrungsbeispielen noch weiter erlautert. Dabei zeigen die 
Fig. 1 bis 4 der Zeichnung jeweils schematisch im Quer- 
30 schnitt eine Ausfuhningsform einer erfindungsgemaBen 
Mehrleiteranordnung insbesondere als Muldmedialeitung 
im geschlossencn Zustand (Telle a) und aufgetrennten Zu- 
stand (Telle b). 

35 Bezugszeichenliste 

In den Figuren sind bezeichnet rait 
li mehradrige Leiterelemente 
lA leiteradem 
40 2 Aderisolationen dieser Leiterelemente 

3 Leiterelementumhiillungen 

4 Hohladem 

5 Lichtwellenleiter 

6 ein Markierungselement 
45 7 eine Offnungshilfe 

8 eine Kontaktierungshilfe 

9j ein- oder mehradrige Leiterelemente 

10 ein Trager 

11 ein Tragerinnenraum 
so 12 Kontaktierungssdfte 

13 Verbindungsbereiche 

14 freie OberfiSchenbereiche der Umhiillungen 

L Leiteranordnungen (in geschlossener Rundform) 
L' Leiteranordnungen (in aufgetrenntcm Zustand) 
55 5 die Dicke der Aderisoladonen 

d die Dicke der I^iterelementumhullungen 
D die Dicke des Tragers 

[0021] Es zeigen die Telle a der Figuren jeweils den Quer- 
60 schnitt durch die einen Rundleiter bildende Mehrleiteran- 
ordnung mit geschlossenem mantelartigen TYager 10, wah- 
rend in den Teilen b der Figuren jeweils der z. B. in einem 
Endbereich aufgetrennte Rundleiter zumindest teilweise 
dargestellt ist. Dabei sind mit dem mantelartigen Trager 10 
65 der in den Teilen a mit L und in den Teilen b mit L' bezeich- 
neten Mehrleiteranordnungen an der Tragerinnenseite meh- 
rere Leiterelemente li oder 9j fest verbunden. Die entspre- 
chende Fixierung erfolgt dabei zwischen dem Material der 
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Elementumhiillungen 3 und dem Material des IVagers 10. 
Bei der erfindungsgemaBen Ausfuhrungsfonn bestehen der 
Tragcr und die Umhiillungen aus demselben Material. Mit 
diesem Material konnen vorteiUiaft in einem einzigen Pro- 
zessschritt wie insbesondere einem Extnisionsschritt mittels S 
eines entsprechenden Weri^ugs der Trager 10 und die Um- 
hiillungen 3 gieichzeidg ausgebildet werden. Die Verbin- 
dungsbeieiche 13 zwischen diesen Teilen sind verhaltnisma- 
Big schmal. Sie werden nachfolgend auch als Manlel-Steg- 
Bereiche bezeichnet, walirend die fineien Oberflachenberei- lo 
che der Umhiillungen 3 auBerhalb dieser Verbindungsberei- 
che mit 14 bezeichnet sind. 

[0022] Bei den Leiteradem lA handelt es sich um be- 
kannte metallische DrShte, die aus mehreren Leitem oder 
Filamenten, welche miteinander verlitzt oder anderweits ge- 15 
biindell sein konnen, zusammengesetzt sind. Diese Leitera- 
dem sind in bekannter Weise jeweils mit einer Aderisolation 
2 mil einer Dicke 6 ummantelt, die hochstens gleich der 
Dicke d der sie umgebenden Elementumhiillung 3 sein 
sollte. Das Material der Aderisolation kann dabei von dem 20 
der Umhullung verschieden sein. Die Leiteradem lA mit ih- 
ren Isolationen 2 sind vorgefertigt, bevor sie mit ihren Um- 
hiillungen 3 versehen werden. 

[0023] Aus den Teilen b sind die einzelne Leiterelemente 
li bzw. 9j jeweils mit einem Kontaktierungsstift 12 in 25 
Schneidklemmtechnik kontaktiert ersichtlich. Zur Kontak- 
tierung kann namlich die zum Beispiel an einem Ende auf- 
getrennte, allgemein mit L' bezeichnete Leiteranordnung in 
die flache bzw. halbrunde, modulartige Kontaktierungshilfe 
8 gelegt werden, deren rinnenartigen Offnungen auf die je- 30 
weilige Leiterform bzw. -groBe oder -durchmesser abge- 
stimmt sind. Die Auftrennung des mit den Leiterelementen 
bestuckten Tragers 10 bzw. Tragerrohres in Langsrichtung 
des Rohres erfolgt in an sich bekannter Weise mit hierfur ge- 
eigneten Mitteln. Eine entsprechende Sollbruchstelle kann 35 
mittels einer allgemein als Offnungshilfe 7 bezeichneten 
Markierung entweder optisch zu erkennen sein — z. B. durch 
eine andere Einfarbung des TVagers - oder konstruktiv ge- 
staltct sein - z. B. durch eine kleine Nut oder Erhebung -. 
Sie ist bei den gezeigten Ausfuhrungsformen sichtbar an der 40 
AuBenseite des Tragers 10 vorhanden. Dort wird der die 
Leiteranordnung L bildende Rundleiter aufgeschnitten und 
als flache oder halbrunde Leitung L' in der modulartigen 
Kontaktierungshilfe 8 fixiert. Dann kann vorzugsweise in 
Schneidklemmtechnik wahlweise von oben (vgl. die Fig, 45 
lb, 3b und 4b) oder gegebenen falls auch von unten (vgl. die 
Fig, 2b) kontakdert werden. Um eine cindeutige Kontaktie- 
rung der einzelnen Leiterelemente vomehmen zu konnen, 
muss an ihnen oder dem TVager 10 mindestens eine Markie- 
rung vorhanden sein. Eine solche Markierung kann an sich 50 
durch verschieden gef^te Umhiillungen 3 der einzelnen 
Leiterelemente li bzw. 9j realisiert sein. Es kann jedoch 
auch ein besonderes Markierungselement vorgesehen wer- 
den, bczuglich dessen die Position der einzelnen ILeiterele- 
mente eindeutig ist. Ein entspnschendes Ausfiihrungsbei- 55 
spiel zeigen die Flguren jeweils in ihrem Teil b. Demgemass 
befindet sich an der Innenseite des Tragers 10 das eine me- 
chanische Codierung bildende Markierungselement 6, z. B. 
in Form eines zusatzlichen Steges bei der SoUbruchstelle. 
Auf diese Weise besteht nur eine einzige Moglichkeit, die 60 
Leiteranordnung L' in ihrem aufgctrcnnten Bereich in der 
Kontaktierungshilfe 8 zu fixieren. Verwechslungen bei ei- 
nem AnschlieBen der einzelnen Leiterelemente werden so 
unm&glich. Bei einer Kontakderung mittels Schneidklemm- 
technik ergibt sich als weiterer Vorteil, dass die einzelnen 65 
Leiterelemente li bzw. 9j durch eine einseitige (Trager- 
)Mantel-Steg-Konstruklion miteinander verbunden sind und 
die Isolicrung der Leiterelemente im Nicht-Steg-Bereich 14 
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noch einmal deutlich diinner ausgefiihrt werden kann als im 
Mantel-Steg-Bereich 13. 

[0024] Bei einer Kontaktierung von unten, wie sie aus Teil 
b von Fig. 2 hervoigeht, muss vergleichsweise weniger Iso- 
liermaterial durchdrungen werden. Da die einzelnen Leiter- 
elemente durch die besondere einseidge Mantel-Steg-Kon- 
sirukdon eine hohe Beweglichkeit besilzen, kann mit deut- 
lich hdheren Toleranzen in der Lage der Leiterelemente zu- 
einander gearbeitet werden. Trotzdem erfolgt die Kontaktie- 
rung immer mitdg im Leiterelemcnt iiber die Fiihrungen in 
der modularugen Kontakderungshilfe 8. Durch die direkte 
Kontaktierung der jeweils benddgten Abgangsleimngen an 
den KontakUerungsstiften 12 werden auBerdem eventuelle 
Verlustwarmen reduziert. 

[0025] Im Gegensatz zu den bisher eingesetzten Bussyste- 
men fuhrt die Ausfuhrung der erfindungsgemaBen Leiteran- 
ordnung in DiinnschichtLechnoIogie zu einer deutlichen 
Wandstarkenreduzierung der Isolierungen der einzelnen 
Leiterelemente li bzw. 9j sowie der Tragerisolierung. Im 
Allgemeinen soil fur erfindungsgemaBe Mehrleiteranord- 
nungen gelten, dass die Dicke D des Tragermantels hoch- 
stens 1 mm beU-agt und auch die Dicke d der Umhullungen 3 
hochstens so groB ist. Filr die Dicke 5 der Aderisolationen 2 
sollte ebenfalls ein Wert von hochstens I mm gewahlt wer- 
den. Vorteilhaft kann die Schichtdicke 6 der Aderisolationen 
zwischen 0,05 und 0,5 mm liegen und betragt vorzugsweise 
0,1 bis 0,3 mm. Demgegeniiber liegt die Schichtdicke D (= 
Wandstarke) der Tragermantelisolierung im Mantel-Steg- 
Bereich 13 zwischen 0,5 und 1 mm, bevorzugt zwischen 0,6 
und 0,8 mm, wahrend diese im Nicht-Steg-Bereich zwi- 
schen 0,1 und 0,5 nun, vorzugsweise zwischen 0,2 und 
0,4 mm liegen kann. 

[0026] Die geringen Schichtdicken werden erfindungsge- 
maB durch den Einsatz an sich bekannter flexibler Isolier- 
materialien auf der Basis thermoplastischer Elastomere 
(TBB) realisiert, die ein dem jeweiligen Anforderungsprofil 
entsprechendes Eigenschaftsprofil aufweisen konnen. Fiir 
die vorteilhaft fur die Leiterelemente und den Tragermantel 
gleich gewahlten Isoliennaterialien sind dies bevorzugt 
thermoplastische Elastomere auf Basis von Polyolefinen 
(TPE-O), Polyamiden (TPE-A), Polyurethanen (TPE-U), 
Styrolcopolymeren (TPE-S), Styrol/Buladien/Styrol-Block- 
polymere (S/B/S), Styrol/Ethylen-Butylen/Styrol-Blockpo- 
lymere (S/EB/S) und Ethylen-Vmyl-Acetat (EJV/A), 
[0027] Die verwendeten thermoplastischen Elastomere 
konnen in einem Extrusionsprozess gegeniiber den bisher 
verwendeten Materialien, insbesondere denen auf Gummi- 
basis, deudich rationeller verarbeitet werden, da nunmehr 
ein zusatzlicher Vemetzungsschritt entfallt und vergleichs- 
weise hohere Produkdonsgeschwindigkeiten realisierbar 
sind. Da die genannten thermoplastischen Elastomere un- 
vemeizX und halogenfrei flammwidrig einstellbar sind, ist 
auch ein problemloses Recycling sicherzustellen. Gegen- 
iiber bckanntcn Busleitungen auf Basis von vcmetzten, teil- 
weise halogenierten Gummimischungen zeichnet sich also 
die Leiteranordnung nach der Erfindung durch eine hohe 
Umweltfreundlichkeit aus. 

[0028] Durch eine glatte AuBenkontur des IVagers 10 wird 
zudem eine einfache Reinigungsmoglichkeit sichergestellt. 
Dies ist insbesondere fur Anwendungen im Lebensmittelbe- 
reich von groBer Bedeutung. Eine glatte AuBenkontur cr- 
moglicht auch die Verwendung von herkdnunlichen Ver- 
schraubungen, womit wiederum standardmaBig eine hohe 
Schutzart (> IP 67) erreichbar wird. 

[0029] Prinzipiell sind zwei Ferdgungsvarianten fur erfin- 
dungsgemaBe Leiteranordnungen zu realisieren, namlich 

1 . die dargestellte Version einer geschlossenen Rund- 
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leitung mit SoUbruchstelle in einem Ferdgungsschritt, 
2. die Extrusion der Leitung in der beschriebenen ein- 
seitigen Mantel-Steg-Konstruktion in Dunnschicht- 
technik in flacher bzw. halbrunder Ausfuhrung. Bei 
dieser Version kann konstruktiv eine mechanische ^r- S 
bindungseinrichtung nach Art eines '*ReiBverschluss- 
systems'* in Langsrichtung der Anordnung integriert 
weiden. In einem zweiten Schritt nach der Extrusion 
wird dann die Leiteranordnung mit Hilfe dieses ReiB- 
verschlusses in die Rundleitung iiberfUhrt. lo 

[0030] In dem Innenraum 11 der Rundkonstruktion der 
Leiteranordnung L befindet sich je nach Ausfuhrungsform 
ein Hohlraum bzw. Kanal, in dem weitere Leilungen verlegi 
werden konnen. Z. B, beim Einsatz eines Energiebusses er- 15 
gibt sich die Moglichkeil, zusatzliche sensible Daten lei tun- 
gen wie z. B, Lichtwellenleiter 5 geschiitzL zu verlegen. 
Auch Hohladern 4 zur Fiihrung von gasformigen Stoffen 
wie z. B. Pressluft und/oder von flussigen Medien wie z, B. 
Hydraulikflussigkeit lassen sich gegebenenfalls in die Lei- 20 
teranordnung integrieren (vgl. Fig. 3). 
[0031] Die Mehrleiteranordnung nach der Erfindung kann 
fur alle gangigen Leiterquerschnitte ihrer Leiterelemente 
bzw. deren Leiteradem, hauptsachlich solchen mit 1,5 oder 
2,5 oder 4 oder 6 mm^ Querschnitt, ausgelegt werden. Dabei 25 
konnen gemaB der Ausfuhrungsform nach Fig. 4 auch ver- 
schiedene Leiterquerschnitte von Leiterelementen li bzw. 9j 
in einer Leiteranordnung L miteinander kombiniert werden. 
[0032] GemaB einer konkreten Ausfuhrungsform einer 
Mehrleiteranordnung nach Fig. 1 wird jede Leiterader lA 30 
ihrer funf Leiterelemente li aus mehreren Cu-Leitem gebil- 
det, wobei jede Leiterader eine mctallischc Querschnittsfla- 
che von 4 mm^ besitzt. Die Leiterader jedes der fiinf Ele- 
mente ist jeweils von einer rohrformigen Aderisolation 2 
mit einer Dicke 6 zwischen 0,1 und 0,3 mm umgeben. Diese 35 
Aderisolationen ihrerseits sind von einer Umhiillung 3 aus 
thermoplastischem Elastomer-Isolationsmaterial mit einer 
Dicke 5 von hochstens 0,5 mm ummantelt. Der isolierende 
(AuBen-)Mantel des Tragers 10, der ebenfalls aus dem ther- 
moplastischen Elastomer- Material der Umhiillungen 3 be- 40 
steht, hat eine Dicke D zwischen 0,5 und 0,8 mm. Der Au- 
Bendurchmesser des Tragers liegt dann bei etwa 14 mm. 
[0033] Femer wurden den Figuren nur Ausfiihrungsfor- 
men von Mehrleiteranordnungen L bzw. L' mit Leiterele- 
menten li und 9j zugrunde gelegt, deren Aderisolationen 2 45 
fest von dem Material der jeweiligen Elcmentumhullung 3 
umschlossen sind. Bei erfindungsgemaBen Mehrleiteranord- 
nungen ist jedoch eine derartige Fixierung der von den 
Aderisolationen umgebenen Leiteradem innerhalb der Um- 
hullungen nicht unbedingt erforderlich. Durch geeignete SO 
Materialwahl fUr die Aderisolationen und die Umhiillungen 
kann man namlich bei der Herstellung der Mehrleiteranord- 
nung eine derartige feste Verbindung zwischen diesen Tei- 
len zumindest teilweise verhindcm. Es ergibt sich so der 
Vorteil einer erhohten BewegUchkeitA^erschiebbarkeit der 55 
Leiteradem und damit einer veibesserten Flexibilitat des ge- 
samten Aufbaus der Mehrleiteranordnung. 

Bezugszeichenliste 

60 

li ein- oder mehradrigc Leiterelemente 
lA Leiterader 

2 Aderisolation 

3 Elementumhullung 

4 Hohlader 65 

5 Lichtwellenleiter 

6 Markierungselement 

7 Offnungshilfc 
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8 Kontaktierungshilfe 

9j ein- oder mehradrige Leiterelemente 

10 schlauch- oder rohrformiger Trager 

11 Tragerinnenraum 

12 Kontaktierungsstift 

13 Verbindungsbereich 

14 fieier Oberflachenbereich der Umhiillung 

L Mehrleiteranordnung (in geschlossener Rundform) 

L' Mehrleiteranordnung (in aufgetrenntem Zustand) 

5 Dicke der Aderisoladon 

d Dicke der Elementumhiillung 

D Dicke des Tragers 

Patentanspriiche 

1 . Mehrleiteranordnung zur Energie- und/oder Dalen- 
ubertragung 

mit mehreren Leiterelementen (li, 9j), von denen we- 
nigstens einige jeweils 

a) mehrere metallische Leiteradem (1 A), 

b) eine die Leiteradem (lA) umschlieBende 
Aderisolation (2) 

und 

c) eine die Aderisolation (2) umschlieBende iso- 
Herende Umhiillung (3) aus einem unvemetzten 
thermoplastischen Elastomer 

aufweisen sowie zumindest teilweise untereinander 
mechanisch verbunden sind, indem deren Umhiillun- 
gen (3) an der Innenseite eines schlauch- oder rohrfor- 
migen Tragers (10) aus demselben Thermoplastmate- 
rial in stegformigen Verbindungsbereichen (13) zusam- 
men mit dem Trager (10) einstiickig ausgebildet sind, 
sowie 

mit den Trager (10), die Umhiillungen (3) sowie die 
Aderisolationen (2) der Leiterelemente (li, 9j) bis zu 
den Leiteradem (lA) vorzugsweise mittig durchdrin- 
genden Kontaktierungsstiften (12), 
wobei 

der Trager (10) eine Dicke (D) von hochstens einem 
Millimeter, vorzugsweise hochstens 0,8 Millimeter hat, 
die Dicke (d) der Umhiillungen (3) jeweils hochstens 
gleich der Dicke (D) des Tragers (10) ist, 
die Dicke (6) der Aderisolationen (2) jeweils hochstens 
gleich der Dicke (d) der zugeordneten Umhiillung (3) 
ist und vorzugsweise 0,1 bis 0,3 Millimeter betragt 
und 

die Kontakdemng der Leiterelemente (li, 9j) in einem 
aufgetrennten Bereich des IVagers (10) an einer in 
Langsrichtung des Tragers (10) verlaufenden SoU- 
bruchstelle erfolgt. 

2. Mehrleiteranordnung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die mit der Aderisolation (2) um- 
mantelten Leiteradem (lA) in der jeweiligen Umhiil- 
lung (3) zumindest teilweise beweglich sind. 

3. Mehrleiteranordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel 
zur Auftrennung des mit den Leiterelementen (li, 9i) 
ausgestatteten Tragers (10) an der SoUbruchstelle vor- 
gesehen sind. 

4. Mehrleiteranordnung nach Anspmch 3, gekenn- 
zeichnet durch eine Offnungshilfe (7) an der SoUbmch- 
steUe. 

5. Mehrleiteranordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspriiche, gekennzeichnet durch eine Markierung 
der einzelnen Leiterelemente (li, 9j). 

6. Mehrleiteranordnung nach Anspmch 5, gekenn- 
zeichnet durch verschieden gefarbte Umhiillungen (3) 
der Leiterelemente (li, 9j). 
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7. Mehrleiteranordnung nach Anspruch 5, gekenn- 
zeichnet durch eine vorbestimmte Lage der einzelnen 
Leiteielemente (li, 9j) beziiglich eines Markienings- 
elementes (6) an der SoUbruchstelle des Tragers (10). 

8. Mehrleiteranordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem 
von dem TVager (10) eingeschiossenen Innenraum (11) 
neben den Leiterelementen (11, 9j) zusatzliche Leitun- 
gen (4, 5) untergebracht sind. 

9. Mehrleiteranordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspruche, gekennzeichnet durch eine die Leiter- 
elemente (li, 9j) im aufgetrennten Zustand des Tragers 
(10) fixierende, modulartige Kontaktierungshilfe (8). 

10. Mehrleiteranordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspriiche, gekennzeichnet durch eine Dicke (D) 
des Tragers (10) zwischen 0,5 und 0,8 mm. 
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